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(57) Abstract: The invention concerns an optical semiconductor housing comprising an optical semiconductor component whereof 
one front face has an optical sensor, and encapsulation means defining a cavity wherein is arranged said optical component and 
including electrical connecting means external to said semiconductor component, said encapsulation means comprising a glass al- 
lowing light through to said optical sensor, and further comprising an optical lens (17) placed in said cavity (6), between said optical 
sensor (10) and said glass (5), and means supporting (18) said lens. Said housing may also include shielding means (24). 

(57) Abrege : Bo tier semi-conducteur optique comprenant un composam scmi-conducteur optique dont une face avant pr sente un 
capteur optique, et des moyens dencapsultation d limitant une cavit dans laquelle est dispos ledit composant optique el pr senlant 
des moyens de connexion lectrique ext rieure de ce composant semi-conducteur optique, lesdits moyens d 'encapsulation comprenant 
une vitre laissant passer la lumi re vers ledit capteur optique, et comprenant en outre une lentille optique (17) pla e dans ladite cavit 
(6), entre ledit capteur optique (10) el ladite vitre (5), et des moyens de support (18) de cette lentille. Ce bo tier pcut galement 
comprendre des moyens de blindage (24). 
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BOIT1ER SEMI-CONDUCTEUR OPTIQUE A LENTILLE INCORPOREE 
ET BLINDAGE 



5 La presente invention concerne le domaine des boitiers semi- 

conducteurs optiques. 

Dans 1'etat de la technique, de tels boTtiers comprennent une 
cavite etanche dans laquelle est fixe un composant semi-conducteur 
optique dont une face avant presente un capteur optique, la cavite etant 

10 delimitee en partie par une vitre s'etendant en avant de ce capteur 
optique. II est en outre connu de fixer, a l'exterieur de la cavite et sur la 
vitre, un porte-lentille muni d'une lentille placee en face du capteur 
optique. Compte tenu des tolerances de fabrication dues aux empilages, il 
est obligatoire de prevoir un reglage de la distance focale entre la lentille 

15 et le capteur optique. Pour cela, la lentille est fixee dans une bague et 
cette bague est vissee de fa$on reglable dans un passage du porte- 
lentille. 

Un tel bottier comprend de nombreuses pieces complexes a 
fabriquer et, apres montage, necessite un reglage de la lentille et une 
20 fixation de cette derniere en position reglee, de telle sorte que son cout 
de fabrication est relativement eleve. 

La presente invention a pour but de proposer un boTtier semi- 
conducteur optique de structure plus simple et ne necessitant pas de 
reglage. 

25 La presente invention a egalement pour but d'ameliorer la qualite 

des signaux electriques delivres par le composant semi-conducteur 
optique. 

Le boTtier semi-conducteur optique selon Tinvention comprend un 
composant semi-conducteur optique dont une face avant presente un 
30 capteur optique, et des moyens decapsulation delimitant une cavite 
dans laquelle est dispose ledit composant optique et presentant des 
moyens de connexion electrique exterieure de ce composant semi- 
conducteur optique, lesdits moyens decapsulation comprenant une vitre 
laissant passer la lumiere vers ledit capteur optique, et comprend en 
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outre une lentille optique placee dans ladite cavite, entre ledit capteur 
optique et ladite vitre, et des moyens de support (18) de cette lentille. 

Selon Pinvention, lesdits moyens de support de ladite lentille 
sont fixes sur la face avant dudit composant optique, a Texterieur dudit 
5 capteur optique. 

Selon I'invention, un anneau de jonction (18a) est de preference 
interpose entre un bord avant desdits moyens de support et lesdits 
moyens decapsulation. 

Selon Tinvention, lesdits moyens de support de ladite lentille 
10 comprennent de preference une bague dans laquelle est fixee ladite 
lentille et dont Textremite arriere est fixee sur la face avant dudit 
composant optique, a Texterieur dudit capteur optique. 

Selon Tinvention, lesdits moyens de support de ladite lentille 
comprennent de preference un anneau de jonction interpose entre le bord 
15 avant de ladite bague annulaire et lesdits moyens decapsulation. 

Selon Tinvention, lesdits moyens decapsulation comprennent de 
preference un diaphragme. 

Selon une variante de realisation de Tinvention, lesdits moyens 
decapsulation comprennent des moyens de blindage electromagnetique 
20 en un materiau conducteur de Telectricite, connectable exterieurement, 
ces moyens de blindage etant isoles electriquement desdits moyens de 
connexion electrique dudit composant optique. 

Selon Tinvention, lesdits moyens decapsulation comprennent de 
preference un support et un couvercle vitre fixe sur une face frontale de 
25 ce support, qui delimitent entre eux ladite cavite, ledit composant 
optique etant fixe sur ce support et ce dernier pr^sentant un reseau de 
connexion electrique exterieure de ce composant optique. 

Selon une autre variante de Tinvention, ledit support est en forme 
de plaque et ledit couvercle vitre est en forme de cuvette dont le bord 
30 peripherique est fixe sur la face frontale de cette plaque et qui presente 
une ouverture obstruee par ladite vitre. 

Selon une autre variante de Tinvention, ledit support presente une 
partie en creux entouree par une partie annulaire et au fond de laquelle 
ledit composant optique est fixe, et ledit couvercle vitre comprend une 
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plaque vitree dont la partie peripherique est fixee sur la face frontale de 
ladite partie annulaire dudit support. 

Selon Tinvention, ledit support et ledit couvercle vitre 
comprennent des parties de blindage en un materiau conducteur de 
5 Telectricite, reliees entre elles dans la zone de la face frontale dudit 
support. 

Selon Tinvention, lesdites parties de blindage dudit couvercle 
vitre delimitent de preference un diaphragme. 

Selon Tinvention, ledit support comprend de preference au moins 
10 un plan de blindage integre en un materiau conducteur de Telectricitd, 
s*etendant en dessous dudit composant optique, et des colonnes integrees 
de blindage en un materiau conducteur de Telectricite, debouchant sur sa 
face frontale, et ledit couvercle vitre comprend de preference une partie 
ou une couche de blindage en un materiau conducteur de T61ectricite, 
15 reliee electriquement auxdites colonnes de blindage dudit support. 

Selon Tinvention, ledit couvercle vitre est de preference fixee sur 
ledit support par une colle conductrice de Telectricite r£alisant sa liaison 
electrique entre eux. 

Selon une execution de Tinvention, ledit couvercle vitre 
20 comprend une cuvette en un materiau conducteur de Telectricite. 

Selon une autre execution de Tinvention, ledit couvercle vitre 
comprend une vitre dont une face est recouverte au moins partiellement 
d'une couche de blindage en un materiau conducteur de Telectricite 
menageant une ouverture situee en face dudit capteur optique. 
25 Selon une autre execution de Tinvention, ledit couvercle vitr£ 

comprend une plaque en un materiau conducteur de Telectricite, qui 
presente une ouverture situee en face dudit capteur optique et obstruee 
par une vitre. 

La presente invention sera mieux comprise a Tetude de differents 
30 bottiers semi-conducteurs optiques decrits a titre d'exemples non 
limitatifs et illustres par le dessin sur lequel : 

- la figure 1 represente une coupe d'un premier boitier semi- 
conducteur optique selon la presente invention ; 
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- la figure 2 represente une vue de dessus, vitre enlevee, du 
boitier semi-conducteur optique de la figure 1 ; 

- la figure 3 represente une vue de dessus du boitier semi- 
conducteur optique de la figure 1 ; 

5 - la figure 4 represente une coupe d'un second boitier semi- 

conducteur optique selon la presente invention ; 

- la figure 5 represente une vue de dessus, vitre enlevee, du 
boitier semi-conducteur optique de la figure 1 ; 

- la figure 6 represente une coupe d'un troisieme boitier semi- 
10 conducteur optique selon la presente invention ; 

- et la figure 7 represente une coupe d'un quatrieme boitier semi- 
conducteur optique selon la presente invention. 

En se reportant aux figures 1 a 3, on v.oit qu'on a represente un 

boitier semi-conducteur optique 1 qui comprend un support 2 de forme 
15 parallelipipedique et plat, dans une face duquel est menage un evidement 

en creux 3, de telle sorte que ce support 2 presente, autour de cet 

evidement, une face frontale annulaire 4. 

Le boitier optique 1 comprend en outre un couvercle vitre 

constitue par une vitre transparente 5 dont la peripheric de la face arriere 
20 est en appui et fixee contre la face frontale 4 du support 2, par exemple 

par une colle. Ainsi, le support 2 et la vitre 5 delimitent une cavite 

etanche decapsulation 6. 

Dans cette cavite 6 est dispose un composant semi-conducteur 

optique 8. La face arriere du composant optique 8 est fixee, par exemple 
25 par une colle, contre le fond 7 de Tevidement 3 du support 2 et sa face 

avant 9, qui s'etend a distance et parallelement a la vitre 5, presente, 

dans sa partie centrale, un capteur optique 10 couvrant par exemple une 

zone carrSe. 

Le support 2, constitud par exemple en une matiere organique ou 
30 ceramique multi-couches, presente un reseau interne 11 d'inter-connexion 
electrique. Ce reseau 11 relie des plots internes 12 places et repartis sur 
la paroi de Tevidement 3 du support 2, h distance et h la peripheric du 
composant optique 8, et des plots externes 13 de connexion electrique 
exterieure places et repartis sur la face arriere 14 du support 2. 
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Le composant optique 8 presence sur sa face avant 9, & faible 
distance de sa peripheric et a distance du capteur optique 10, des plots 
avant 15 de connexion electrique. 

Les plots internes 12 du support 2 et les plots avant 15 du 
5 composant optique 9 sont relies par des fils electriques 16 dont les 
extremites sont soudees sur ces plots. Le composant optique 8 peut ainsi 
etre relie a un organe electrique exterieur au travers du support 2, via le 
reseau 11 et les fils electriques 16. 

Le boitier 1 comprend en outre une lentille optique 17 disposee 
10 dans la cavite 6, entre la vitre 5 et le capteur optique 10. 

Cette lentille 17 est fixee dans une bague 18, par exemple 
cylindrique, dont l'axe s'etend perpendiculairement i la face avant 9 du 
composant optique 8 et dont le bord annulaire d'extremite arriere 19 est 
fixe par exemple par une colle sur cette face avant 9, entre la zone 
15 constituant le capteur optique 10 et les plots avant 15, le bord annulaire 
d'extremite avant 20 de la bague 18 etant a faible distance de la vitre 5 
ou en contact avec cette derniere. 

Par ailleurs, la face avant de la vitre 5 est recouverte d'une 
couche opaque 21, menageant une ouverture 22 dans sa partie situ6e en 
20 face de la lentille 17 de fa?on a constituer un diaphragme. 

Ainsi, la lumiere exterieure passe au travers du diaphragme 22, de 
la vitre 5 dans sa partie correspondante, au travers de la lentille 17 par 
Tinterieur de la bague 18, pour enfin atteindre le capteur optique 10, le 
capteur optique 8 pouvant delivrer les signaux electriques correspondants 
25 a l'exterieur sur les plots exterieurs 16 via les fils electriques 16 et le 
reseau 11 du support 2. 

Le boitier semi-conducteur optique 1 peut etre fabrique de la 

maniere suivante. 

Disposant du support 2, on fixe par une colle adaptee la face 
30 arriere du composant semi-conducteur optique 8 sur le fond 7 de son 
evidement 3. 

On relie electriquement le support 2 au composant optique 8 en 
soudant les extremites des fils 16 sur leurs plots 12 et 15. 
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On fixe par l'intermediaire d'une colle adaptee la bague 18, 
prealablement munie de la lentille 17, sur la face avant 9 du composant 
optique 8, la position souhaitee de la lentille 17 par rapport au capteur 
optique 10 etant ainsi directement obtenue. 
5 Enfin, on installe et on fixe grace a une colle adaptee la vitre 5 

munie de la couche 21 sur la face frontale 4 du support 2. 

En se reportant aux figures 4 et 5, on voit qu'on a represente un 
boitier semi-conducteur optique 23 qui ne se difference du bottier semi- 
conducteur optique 1 decrit en r6ference aux figures 1 a 3, uniquement 
10 par le fait qu'il comprend des moyens de blindage electromagnetique 24, 
electriquement isoles du reseau de connexion electrique 11 du support 2. 

Pour cela, le support 2 comprend en outre un plan integre 25 en 
un materiau conducteur de relectricite, par exemple metallique, qui 
s'etend parallelement a sa face arriere 14 et une multiplicity de colonnes 
15 integrees 26 en un materiau conducteur de Telectricite, par exemple 
metallique, qui sont reparties dans le volume peripherique du support 2 
et qui sont reliees au plan conducteur 25. Ces colonnes conductrices 26 
debouchent sur la face frontale 4 du support 2 et au moins une de ces 
colonnes debouche sur la face arriere 14 du support 2 de facon a 
20 constituer au moins un plot de connexion electrique exterieure 27. 

Dans le support 2, le plan conducteur integre 25 et les colonnes 
conductrices integrees 26 sont agences de facon a ne pas etre en contact 
avec le reseau integre d'inter-connexion 11. En particulier, le plan 
conducteur 25 pnSsente des passages traversants 28 au travers desquels 
25 passent les lignes d'interconnexion du reseau 11. 

En outre, la vitre 5 porte, sur sa face arriere tournee vers la cavite 
6, une couche opaque 29 en un materiau conducteur de 1'electricite, sauf 
dans sa partie situee en face de la lentille 17 de facon a constituer le 
diaphragme 22, la couche exterieure 21 de l'exemple precedent pouvant 

30 etre supprimee. 

Avantageusement, la peripheric de la vitre 5 est fixee sur la face 
frontale 4 du support 2 grace a une colle conductrice de 1'electricite de 
telle sorte que la couche conductrice 29 portee par la vitre 5 est reliee 
electriquement aux colonnes conductrices 4 du support 2. 
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II resulte de ce qui precede qu'en reliant le plot exterieur 27 a une 
masse, de preference independante de la masse du composant optique 8, 
les moyens de blindage 24 constitues par le plan conducteur 25, les 
colonnes conductrices 26 et la couche conductrice 29 constituent une 
5 cage d'isolation electromagnetique du composant semi-conducteur 
optique 8. 

Dans cette variante, un anneau de jonction 18a est interpose entre 
le bord annualaire avant 20 de la bague 18 et la face arriere de la vitre 5, 
autour du diaphragme 22. 
10 En se reportant a la figure 6, on voit qu'on a represents un boitier 

semi-conducteur optique 30 qui se differencie du boitier semi-conducteur 
optique 23 decrit en reference aux figures 4 et 5 uniquement par le fait 
que la vitre 5 munie de la couche conductrice 29 est remplacee par un 
couvercle vitre 31 qui comprend une plaque opaque 32 en un mattriau 
15 conducteur de Telectricite, par exemple en metal, qui presente une 
ouverture 33 situee en face de la lentille 17 et constituant le diaphragme 
22 precite, cette ouverture 33 etant obstruee par une vitre transparente 34 
dont la peripheric est par exemple collee sur la plaque 32. 

Comme dans Texemple precedent, la peripheric de la plaque 32 
20 est fixee sur la face frontale 4 du support 2 par Tintermediaire d'une 
colle conductrice de telle sorte qu'elle est reliee electriquement aux 
colonnes conductrices 26. 

En se reportant a la figure 7, on voit qu'on a represent^ un boitier 
semi-conducteur 35 qui se differencie de ceux decrits dans les exemples 
25 precedents par le fait que son support d'inter-connexion 36, 

correspondant au support d'inter-connexion 2, est constitue par 
une plaque plate dont la face avant 37 porte le composant semi- 
conducteur optique 8 et presente les plots internes 15. 

Ce boitier optique 35 comprend un couvercle vitrt 38 en forme de 
30 cuvette dont le bord est fixe sur la face avant 37 de la plaque 36 de fafon 
a delimiter la cavite etanche 6. 

Le fond de cette cuvette 38 est constitute de la plaque 32 et de la 
vitre 34 decrite en reference a la figure 6 et sa paroi lat6rale 39 est 
constitute par un prolongeraent peripherique de cette plaque 32 dont le 
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bord 40 est fixe sur la face avant 37 de la plaque 36 par une colle 
conductrice de fa?on a etre reliee electriquement aux colonnes 
conductrices 26 integrees dans le support 36. 

La pr sente invention ne se limite pas aux exemples ci-dessus 
5 d crits. Bien des variantes de r alisation sont possibles sans sortir du 
cadre d fini par les revendications annex es. 
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REVINDICATIONS 

1. Boitier semi-conducteur optique comprenant un composant 
semi-conducteur optique dont une face avant presente un capteur optique, 
et des moyens decapsulation delimitant une cavite dans laquelle est 
dispose ledit composant optique et pr£sentant des moyens de connexion 

5 electrique exterieure de ce composant semi-conducteur optique, lesdits 
moyens decapsulation comprenant une vitre laissant passer la lumiere 
vers ledit capteur optique, et comprenant en outre une 1 enti lie optique 

(17) placee dans ladite cavite (6), entre ledit capteur optique (10) et 
ladite vitre (5), et des moyens de support (18) de cette lentille, 

10 caracterise par le fait que lesdits moyens de support (18) de ladite 
lentille sont fixes sur la face avant (9) dudit composant optique (8), a 
l'exterieur dudit capteur optique (10). 

2. Boitier selon la revendicationl , caracterise par le fait qu'un 
anneau de jonction (18a) est interpose entre un bord avant desdits 

15 moyens de support et lesdits moyens decapsulation (5). 

3. Boitier selon Tune des revendications 1 et 2, caracterise par le 
fait que lesdits moyens de support de ladite lentille comprennent une 
bague annulaire (18) dans laquelle est fixee ladite lentille (17) et dont 
Textremite arriere est fixee sur la face avant dudit composant optique 

20 (8), a l'exterieur dudit capteur optique (10). 

4. Boitier selon la revendication 3, caracterise par le fait que 
lesdits moyens de support de ladite lentille comprennent un anneau de 
jonction (18a) interpose entre le bord avant de ladite bague annulaire 

(18) et lesdits moyens decapsulation (5). 

25 5. Boitier selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterise par le fait que lesdits moyens decapsulation comprennent un 
diaphragme (22). 

6. Boitier selon Tune quelconque des revendications prec6dentes, 
caracterise par le fait que lesdits moyens decapsulation comprennent 

30 des moyens de blindage electromagnetique (24) en un materiau 
conducteur de Telectricite, connectable exterieurement, ces moyens de 
blindage etant isoles electriquement desdits moyens de connexion 
electrique (11) dudit composant optique (8). 
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7. Boitier selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise par le fait que lesdits moyens decapsulation 
comprennent un support (2 ; 36) et un couvercle vitre (5 ; 31 ; 38) fixe 
sur une face frontale (4 ; 37) de ce support, qui delimitent entre eux 
5 ladite cavite (6), ledit composant optique (8) etant fixe sur ce support et 
ce dernier presentant un reseau de connexion electrique exterieure (11) 
de ce composant optique. 

8. Boitier selon la revendication 7, caracterise par le fait que ledit 
support (2) presente une partie en creux (3) entouree par une partie 

10 annulaire et au fond (7) de laquelle ledit composant optique (8) est fixe, 
et ledit couvercle vitre comprend une plaque vitree (5 ; 31) dont la partie 
peripherique est fixee sur la face frontale (4) de ladite partie annulaire 
dudit support. 

9. Boitier selon la revendication 7, caracterise par le fait que ledit 
15 support est en forme de plaque (36) et ledit couvercle vitre est en forme 

de cuvette (38) dont le bord peripherique est fixe sur la face frontale (37) 
de cette plaque et qui presente une ouverture obstruee par ladite vitre 
(34). 

10. Boitier selon Tune quelconque des revendications 7 a 9, 
20 caracterise par le fait que ledit support (2 ; 36) et ledit couvercle vitre (5 

; 31 ; 38) comprennent des parties de blindage en un materiau conducteur 
de Pelectricite, reliees entre elles dans la zone de la face frontale (4) 
dudit support. 

11. Boitier selon la revendication 10, caracterise par le fait que 
25 lesdites parties de blindage (21; 32 ; 38) dudit couvercle vitre delimitent 

un diaphragme (22). 

12. Boitier selon Tune quelconque des revendications 7 k 11, 
caracterise par le fait que ledit support comprend au moins un plan 
int^gre de blindage (25) en un materiau conducteur de relectricite, 

30 s'etendant en dessous dudit composant optique, et des colonnes integrees 
de blindage (26) en un materiau conducteur de l'electricite, debouchant 
sur sa face frontale (4 ; 37), et que ledit couvercle vitre comprend une 
partie ou une couche de blindage (21 ; 32 ; 39) en un materiau 
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conducteur de I'electricitS, reliee electriquement auxdites colonnes de 
blindage dudit support. 

13. Boitier selon Tune quelconque des revendications 7 a 12, 
caracterise par le fait que ledit couvercle vitre est fixee sur ledit support 

5 par une colle conductrice de l'electricite realisant sa liaison electrique 
entre entre eux. 

14. Boitier selon Tune quelconque des revendications 7 a 12, 
caracterise par le fait que ledit couvercle vitre comprend une cuvette (32, 
39) en un materiau conducteur de Felectricite, qui presente une ouverture 

10 situee en face dudit capteur optique et obstruee par ladite vitre (34). 

15. Boitier selon Tune quelconque des revendications 7 h 12, 
caracterise par le fait que ledit couvercle vitre comprend une vitre (5) 
dont une face est recouverte au moins partiellement d'une couche de 
blindage (21) en un materiau conducteur de Felectricite menageant une 

15 ouverture (22) situee en face dudit capteur optique. 

16. Bo tier selon Tune quelconque des revendications 7 12, 
caract ris par le fait que ledit couvercle vitr comprend une plaque (32) 
en un mat riau conducteur de F lectricit , qui pr sente une ouverture 
situ e en face dudit capteur optique et obstru e par ladite vitre (34). 
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ABSTRACT : PURPOSE: To obtain a photo semiconductor device excellent in the efficiency of coupling 



with an optical fiber and in coupling tolerance by fixing a cap on a stem after forming 
projections and recesses for fitting on the mounting surface of each of the stem and the 
cap and then fitting both. 

CONSTITUTION: The mounting recess for positioning at the time of fitting the photo 
semiconductor element 204 and the fitting recess 212 for positioning at the time of 
mounting the cap 208 are provided on a stem base 201 . At the center, a spherical lens 
206 made of glass, sapphire, or rubby, etc. is sealed in a wall member 21 1 with a glass 
210, and the cap 208 with the fitting projection 213 for positioning at the time of mounting 
on the steam provided on the wall member 21 1 is fitted by the fitting projection 213 and 
the fitting recess 212 of the stem base 201 , which is thereafter fixed on the steam base 
201 by resistance welding, etc., so that the inside of the device is made hermetic. 
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